
大阪大学

花 口 滉 生 殿

「Ti―cu積層登形合金における熱処理

邊程での金属 ral化合物の析出機構解明」

あなたが、当協会 2022年度な李
大会において上記課題について発

表 された講演は、客査の結果、

優秀講演であると認められるので

「優秀講演芥友賞」としてここに

友彰します

今
～
3年 5月 26日

一般社団法人粉体

会 長 園 口 修


